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(57)【要約】
　ランプ、照明器具、照明装置又はその補助装置の中に
ある複数の発光体を冷却する熱伝導性ヒートシンク。ヒ
ートシンクは、電子制御回路及び／又は光源に電力を供
給可能な１つ以上の電池、バッテリ又は他の電荷蓄積装
置を配置するための１つ以上の穴、凹部、区画室、チャ
ンバ又は内部空胴を有する。内部空胴は、電子回路又は
電気素子のすべて又は一部を配置するためのスペースを
更に形成してもよい。ヒートシンクは、熱伝導作用に加
えて、ランプ、照明器具又は照明装置の１つ以上の構成
要素を保持するシャシ又はホルダとしても作用する。冷
却要素は任意の大きさ、構造又は材料であってもよく、
ヒートシンクは、各々が任意の形状、構造、構成又は材
料である１つ以上の部品を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の内部空胴を備えるヒートシンクと、
　前記ヒートシンクの外面に装着された１つ以上の光源と、
　外部電源から電力を受け取る電気接続部と、
　前記ヒートシンクの前記空胴の中に装着されたバッテリと、
　前記バッテリ及び前記外部電源のうち少なくとも一方からの電力を使用して前記１つ以
上の光源に対する電力供給を制御する回路と、
を備えることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記ヒートシンクは、前記空胴と前記１つ以上の光源が装着されている前記外面とを電
気的に絶縁する手段を備え、
　前記手段は、前記ヒートシンクの壁であるか、又は、前記ヒートシンクが導電性材料か
ら製造されている場合は絶縁材料であることを特徴とする請求項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記空胴のうち１つ以上を規定する前記ヒートシンクの壁は、非熱伝導性材料から形成
されることを特徴とする請求項１又は２記載の照明装置。
【請求項４】
　前記ヒートシンクは、細長い塔形部分を備え、且つ、前記空胴のうち１つ以上は、前記
塔形部分の中に形成されることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の照明
装置。
【請求項５】
　多面体の外面を備え、各面は１つ以上の光源に対して装着場所を形成することを特徴と
する請求項１から４のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記ヒートシンクは、冷却フィンなどの冷却装置を１つ以上有する基部を有することを
特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記ヒートシンクの前記１つ以上の光源を支持する部分を封入するように透明カバー又
は半透明カバーを嵌合できる溝を有する基部を有することを特徴とする請求項１から６の
いずれか１項に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記ヒートシンクは、電球の封入容器又は他の発光体、あるいは補助照明装置又は補助
照明機器の内側又は外側に装着されることを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に
記載の照明装置。
【請求項９】
　前記１つ以上の光源は、１つ以上の発光ダイオード（ＬＥＤ）、有機ＬＥＤ又は他の発
熱発光素子であることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記ヒートシンクは多面体であり且つ前記ＬＥＤのうち１つ以上は前記ヒートシンクの
複数の面に好ましくは直線状アレイとして装着されることを特徴とする請求項９記載の照
明装置。
【請求項１１】
　前記１つ以上の光源は、前記ヒートシンクの１つ以上の平坦な面又は湾曲面に熱により
装着されることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記ヒートシンクに沿って空気の流れを送り出すファンを備えることを特徴とする請求
項１から１１のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの光源を囲む半透明カバー又は透明カバーを備えることを特徴とす
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る請求項１から１２のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記カバーは、前記ヒートシンクの前記空胴を備えた細長い部分を囲み且つ前記ヒート
シンクの基部に形成された溝に嵌合することを特徴とする請求項１３記載の照明装置。
【請求項１５】
　前記カバーは電球形又は管形であることを特徴とする請求項１３又は１４記載の照明装
置。
【請求項１６】
　前記照明装置は、使用中は照明装置に結合されるスイッチをユーザが開成することによ
って起こる電源から照明装置への電力供給の遮断と電源故障とを識別するように構成され
且つ電源故障の場合は緊急時照明機能を実現するために前記バッテリを前記光源に結合す
るように構成された電子回路を備えることを特徴とする請求項１から１５のいずれか１項
に記載の照明装置。
【請求項１７】
　前記照明装置は、照明器具に接続するためのコネクタと、電球又は他の照明装置を受け
入れるアダプタとを有するインラインアダプタであることを特徴とする請求項１から１６
のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１８】
　前記ヒートシンクは導電性であり且つ前記照明装置の回路に電気的に接続されることを
特徴とする請求項１から１７のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１９】
　前記回路は、遠隔装置と通信する通信回路を備え且つ前記ヒートシンクは、前記通信回
路に対してアンテナとして機能するように構成されることを特徴とする請求項１８記載の
照明装置。
【請求項２０】
　前記通信回路は、前記遠隔装置からコマンドを受信するように動作可能であり且つ受信
されたコマンドに応じて前記照明装置により発生される光を調整するように動作可能であ
ることを特徴とする請求項１９記載の照明装置。
【請求項２１】
　前記回路は前記ヒートシンクの１つの空胴の中に実装されることを特徴とする請求項１
から２０のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項２２】
　照明装置を製造する方法であって、
　内部空胴を有するヒートシンクを構成する工程と、
　前記ヒートシンクの外面に１つ以上の光源を装着する工程と、
　外部電源から電力を受け取るための電気接続部を構成する工程と、
　前記ヒートシンクの前記空胴の中にバッテリを装着する工程と、
　前記バッテリ及び前記外部電源のうち少なくとも一方からの電力を使用して前記１つ以
上の光源への電力供給を制御する回路を構成する工程と、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２３】
　ランプの１つ以上の光源を熱的に冷却するヒートシンクであって、前記ヒートシンクは
、前記光源に電力を供給するために使用されるバッテリを収納する１つ以上の内部空胴を
備えることを特徴とするヒートシンク。
【請求項２４】
　前記空胴と前記１つ以上の光源を装着可能な外面とを電気的に絶縁する手段を備え、前
記手段は、前記ヒートシンクの壁であるか、又は前記ヒートシンクが導電性材料から製造
されている場合は絶縁材料であることを特徴とする請求項２３記載のヒートシンク。
【請求項２５】
　前記空胴のうち１つ以上を規定する前記ヒートシンクの壁は非熱伝導性材料から形成さ
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れることを特徴とする請求項２３又は２４記載のヒートシンク。
【請求項２６】
　前記ヒートシンクは細長い塔形部分を備え且つ前記空同のうち１つ以上は前記塔形部分
の中に形成されることを特徴とする請求項２３から２５のいずれか１項に記載のヒートシ
ンク。
【請求項２７】
　多面体の外面を備え、各面は１つ以上の光源に対して装着場所を形成することを特徴と
する請求項２３から２６のいずれか１項に記載のヒートシンク。
【請求項２８】
　冷却フィンなどの冷却装置を１つ以上有する基部を有することを特徴とする請求項２３
から２７のいずれか１項に記載のヒートシンク。
【請求項２９】
　前記ヒートシンクの前記１つ以上の光源を支持する部分を封入するように透明カバー又
は半透明カバーを嵌合できる溝を有する基部を有することを特徴とする請求項２３から２
８のいずれか１項に記載のヒートシンク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置のヒートシンク及び／又はそのようなヒートシンクを有する照明装
置に関する。本発明は、内部回路、電気素子及び／又は１つ以上の電池又はバッテリを含
むＬＥＤ電球に特に関するが、それに限定されない。そのようなＬＥＤ電球では、効率の
よい動作を実現するために発光素子の冷却が必要であり且つ利用できるスペースがごく狭
いためにシステム構成要素を効率よく並置することが必要とされる。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の発明者は、先に英国特許第２４４７４９５号公報の中で、電源故障を検出でき
且つ照明装置に配置されるか又は照明装置に近接して配置されたバックアップバッテリか
ら照明装置に電力を供給できる電気照明装置を提案している。本発明は、発明者が以前の
英国特許で提案した当初の構造を改善しようとする試みの結果として得られた。
【発明の概要】
【０００３】
　１つの態様によれば、本発明は、１つ以上の内部空胴を備えるヒートシンクと、前記ヒ
ートシンクの外面に装着された１つ以上の光源と、外部電源から電力を受け取る第１の電
気接続部と、ヒートシンクの空胴の中に装着され、空胴内に装着可能なバッテリから電力
を受け取る第２の電気接続部と、バッテリ及び外部電源のうち少なくとも一方からの電力
を使用して１つ以上の光源への電力出力を制御する回路とを備えた照明装置を提供する。
照明装置は、空胴にバッテリが装着された状態で販売されてもよいが、後にバッテリが挿
入されるか又は交換されてもよい。
【０００４】
　通常、ヒートシンクは熱伝導性材料から形成され、ヒートシンクの外面に１つ以上の光
源を装着できる。空胴の内壁とヒートシンクの外面とを電気的に絶縁するように、ヒート
シンクの材料は非導電性である。これに加えて又はその代わりに、ヒートシンク材料は導
電性であってもよく、ヒートシンクの内壁及び／又は電源電圧に近接する可能性がある他
のヒートシンク部品又はヒートシンクの外面を被覆するために、電気絶縁材料の層が使用
される。
【０００５】
　空胴の内壁と空胴内に装着された何らかの電気素子との間に非熱伝導性材料が配置され
る。この材料は、空胴の内壁に装着された層として又は封入された素子と空胴壁との間に
緩く嵌合された材料として形成される。あるいは、ヒートシンクの内壁とヒートシンク内
に配置された電気素子との間に空隙を形成することにより、電気的絶縁が実現されてもよ
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い。
【０００６】
　好適な一実施形態において、ヒートシンクは、空胴のうち１つ以上が内部に形成されて
いる細長い部分を備える。そのように細長い部分は、多くの発光素子を装着できる相対的
に長い表面領域を形成するため好ましい。ヒートシンクの外面は滑らかであってもよいが
、多面体として形成されてもよい。多面体である場合、１つ以上の光源は、多面体の少な
くともいくつかの面に装着される。
【０００７】
　一実施形態において、ヒートシンクは、冷却フィンなどの冷却装置を１つ以上備えた基
部を有する。これに加えて又はその代わりに、基部は、１つ以上の光源を支持しているヒ
ートシンクの部分を封入する透明カバー又は半透明カバーを装着できる溝を有する。
【０００８】
　ヒートシンクは、電球の封入容器、あるいは他の照明器具、補助照明装置又は補助照明
機器の内側又は外側に装着可能である。光源を取り囲む封入容器又はカバーは、半透明又
は透明であるのが好ましい。一実施形態において、カバーは、空胴を含むヒートシンクの
細長い部分を取り囲み且つヒートシンクの基部に形成された溝に嵌合する。封入容器は電
球形又は管形である。
【０００９】
　１つ以上の光源は、１つ以上の発光ダイオード（ＬＥＤ）、有機ＬＥＤ又は他の発熱発
光素子である。この種の発光素子の場合、照明装置の効率を向上し且つ照明装置の寿命を
延ばすために、発生する熱を除去することが重要である。広い領域にわたり照明するなど
の目的のために、ＬＥＤはヒートシンクの複数の面に配置されるのが好ましい。ＬＥＤは
、各面に直線状アレイとして又は２次元アレイとして装着される。
【００１０】
　光源の冷却を促進するように、照明装置は、ヒートシンクに沿って空気を吹き付ける又
は吸い込むためのファンを備える。
【００１１】
　一実施形態において、照明装置は、使用中は照明装置に結合されるスイッチをユーザが
開成することによって起こる電源から照明装置への電力供給の遮断と電源故障とを識別す
るように構成され且つ電源故障が検出された場合は緊急時照明機能を実現するために電荷
蓄積素子を光源に接続するように構成された電子回路を備える。
【００１２】
　一実施形態において、照明装置は、照明器具に接続するためのコネクタと、電球又は他
の照明装置を受け入れるアダプタとを有するインラインアダプタである。
【００１３】
　ヒートシンクは導電性であり、照明装置の回路に電気的に接続されてもよい。この回路
は、遠隔装置と通信する通信回路を備え、ヒートシンクは、通信回路のアンテナとして機
能するように構成される。通信回路は遠隔装置からコマンドを受信し、受信されたコマン
ドに応じて、照明装置により発生される光を調整する。回路はヒートシンクの空胴の中に
実装される。
【００１４】
　別の態様は、照明装置を製造する方法を提供し、方法は、内部空胴を有するヒートシン
クを構成する工程と、ヒートシンクの外面に１つ以上の光源を装着する工程と、外部電源
から電力を受け取る電気接続部を構成する工程と、ヒートシンクの空胴の中にバッテリを
装着する工程と、バッテリ及び外部電源のうち少なくとも一方を使用して１つ以上の光源
への電力供給を制御する回路を構成する工程とを備える。
【００１５】
　本発明は、ランプの１つ以上の光源を熱的に冷却するヒートシンクを更に提供する。ヒ
ートシンクは、光源に電力を供給するために使用されるバッテリを収納する１つ以上の内
部空胴を備える。
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【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明の上記の態様及び他の態様は、添付の図面（実物大ではない）を参照する以下の
例示的な実施形態の説明から明らかになるだろう。
【図１】図１は、発光体を装着するための複数の面を有し且つ１つ以上の電池又はバッテ
リ及び／又は他の電子素子を収納するための１つ以上の内部空胴を特徴とする光源ヒート
シンクの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図２は、機械的に一体に接合される少なくとも１つの部品からヒートシンクが構
成されることを示し且つそれらの部品のうち１つの部品の中におけるバッテリの配置を示
す図１に示されるヒートシンクの横断面図である。
【図３】図３は、空胴を規定するヒートシンクの内壁と内部素子、この場合はバッテリと
の間の電気熱絶縁層を示す図１に示されるヒートシンクの端面横断面図をヒートシンクの
側面図と共に示す図である。
【図４】図４は、典型的な電球の封入容器で図１～図３に示されるヒートシンクをどのよ
うに使用可能であるかを概略的に示し且つ電源及び／又はバッテリ電力から光源に給電で
きるようにするために複数のＬＥＤ発光体と共にヒートシンクが使用される構成を示す図
である。
【図５】図５は、本例に示されるように機械的結合及び電気的接続を更に可能にするホル
ダを介して一次冷却又は補助冷却のいずれかを実現するために図１のヒートシンクが外部
取り付け具キャップに熱結合されている一実施形態を示す図である。
【図６】図６は、複数のＬＥＤ発光体又は他の光源を有する典型的な電球の封入容器の内
部にヒートシンクをどのようにして装着できるかを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態に係るヒートシンク（ｈで示される）を示す。本実施形態
において、ヒートシンクｈは、共に熱伝導性材料（アルミニウム又は他の合金、複合材料
、又は電気絶縁特性が改善されたセラミック）から形成された細長い塔形部分１及び基部
２を備える。本実施形態において、塔形部分１及び基部２は、それぞれ別のモノリシック
構造であるが、他の実施形態では、複数の部品から形成されてもよく、あるいは１つのモ
ノリシック構造として形成されてもよい。ヒートシンクｈは、１つ以上の光源４が直接又
は間接的に装着される塔形部分１の外面３から熱を吸収することを目的として使用される
。光源４はＬＥＤ又は他の何らかの発熱発光体であり、個別に装着されるか又は図１に示
される直線状細片などにアレイとして装着される。本実施形態において、塔形部分１は管
状であり、多面体である外面を有するのが好ましい（必要に応じて円形の横断面を有する
ことも可能だろう）。本実施形態において、塔形部分１は、光源４を装着できる６つの外
面３を有する。
【００１８】
　熱は、塔形部分１の外面３から基部２を介して伝導され、冷却フィン５で放射されるか
、対流されるか又は他の方法で消散される。冷却フィン５は、表面積を最大限にするとい
う好適な目的を実現する任意の数、構造、大きさ又は形状を有してもよい。特にヒートシ
ンクが図１に示されるような縦の向きで配置されるか又は図１に示される向きに対して１
８０度回転された場合に空気の対流によって冷却を助けるために、冷却フィン５は複数の
穴６を含む。
【００１９】
　本実施形態の重要且つ好都合な設計上の特徴の１つは、塔形部分１の中に少なくとも１
つの内部空胴（穴、凹部、区画室又はチャンバ）７が存在することである。内部空胴７の
一部又は全体がヒートシンクｈの塔形部分１及び基部２を貫通している。本実施形態にお
いて、図１に示されるように、光源４に電力を供給可能な電池又はバッテリ、あるいは他
の蓄電装置８は、この内部空胴７の中に配置される。バッテリ８への接続部を操作できる
ように、ヒートシンクｈの下端部から同一の空胴７又は別の空胴９に対して作業を行える
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。
【００２０】
　以下に説明するように、本実施例において、空洞７の下部は、バッテリ８により給電さ
れてもよく且つ基部２の下から作業を行える電子回路を更に収納する。
【００２１】
　バッテリ８と光源４とを電気的に接続させるために（電気接続部１１）、基部２を貫通
する１つ以上の穴１０が設けられる。これに加えて又はその代わりに、光源４を保持する
実装用基板を介してバッテリ８又は電子回路への電気接続線１２が形成されてもよい。
【００２２】
　本実施形態のヒートシンクｈのもう１つの特徴は、ヒートシンクｈが従来の白熱電球を
模した電灯の主シャシ又は機械的支持部材を形成するように、光透過性、光半透過性又は
光散乱性の球体、キャップ又は筐体を装着できるようにするための便利な手段として、溝
１３が基部２の上面に形成されていることである（以下に更に説明する図４に示すように
）。
【００２３】
　図２は、図１に示されるヒートシンクｈの長手方向横断面図である。図２は、ヒートシ
ンクｈの内部空胴７の中におけるバッテリ８の機能的位置を示す。図２に示されるように
、本実施形態において、電子回路１４は、バッテリ８の下方の空胴７の下部に実装される
。電子回路１４は、ヒートシンクｈの基部２の内壁に機械的に結合され且つ／又は熱結合
されるのが好ましい（本実施形態では、電気絶縁層１９で被覆される）。図２に示される
ように、本実施形態において、１つ以上のプリント回路基板２４が電子回路１４を保持し
、回路基板２４のうち１つの回路基板と内部空胴７の内面との間に機械的熱結合部２６が
形成される。電子回路をバッテリ８と同一の空胴７の中に実装する必要はなく、必要に応
じて電子回路が別の空胴の中に実装されてもよいことは当業者には理解されるだろう。
【００２４】
　使用される電池又はバッテリの技術に応じて、ヒートシンクｈの動作の一部として、バ
ッテリ８は、空胴７の内壁を介する熱伝導によってヒートシンクｈにより更に冷却されて
もよい。
【００２５】
　更に図２に示されるように、本実施形態において、塔形部分１は穴１６を貫通するボル
ト１５を介して基部２に結合されるが、これは単なる例であり、ヒートシンクは１つ以上
の部品又は押し出し成形部材からどのように構成されてもよい。
【００２６】
　図３は、塔形部分１と、基部２と、塔形部分の外面３と、任意に穴６が形成される冷却
装置５と、ヒートシンクｈの内部にあり且つバッテリ８を収納する空胴７とを含めて先に
説明した特徴を有する図１に類似した実施形態を示す。しかし、本実施形態の場合、ヒー
トシンクｈとバッテリ８（又は内部空胴７の中に配置された何らかの電気素子）とを熱絶
縁すると共に任意に電気的に絶縁するために、塔形部分１及び／又は基部２の内壁とバッ
テリ８との間に熱絶縁及び／又は電気絶縁材料１９が配置されている。
【００２７】
　図３は、図１に示される特徴を更に明確に示す。ＬＥＤ１７のような個別の光源は、ヒ
ートシンクの塔形部分１の外面３のうち１つ以上の面に機械的に熱結合された細片１８に
装着される。光源１８又はその付近の何らかの他の電気素子に対する電気接続部１１は、
この場合にも基部２の穴１０を介して引き出される。
【００２８】
　図４に概略的に示されるように、電気絶縁性であり且つ熱絶縁性であるランプの底部分
のようなランプの別の構成要素にヒートシンクｈを機械的に装着するために、基部２の下
側に穴２１が形成されてもよい。
【００２９】
　図４に示される実施形態は、電球、この場合には細片１８に装着された光源と同様に複
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数のＬＥＤ１７を有する従来の「そっくり型」電球の形の電球にヒートシンクｈをどのよ
うにして装着できるかを概略的に示す。ＬＥＤ１７は、ねじ込み部２５を介して受け取ら
れる外部電源からの電力を使用して（電源又は外部バッテリから給電される場合など）且
つ／又は内部バッテリ８を介して得られる電力を使用して照明光を発生する。
【００３０】
　例えば、回路基板２４に実装された電子回路は、照明器具に電球が接続され、スイッチ
が閉成された時点で電源からの電力を受け取れるようになったことを検出し、スイッチが
まだ閉成状態である場合に電源からの電力が失われたことを検出し、それに応答して、緊
急時照明を実現するようにバッテリ８を光源４に接続するように構成される。電子回路１
４は、電球の正規の電気接点の間の抵抗又はインピーダンスを監視又は測定することによ
り、電源故障とユーザにより照明器具のスイッチが「オフ」された場合とを識別できる。
ユーザがスイッチを開成した場合、監視中又は測定中のインピーダンスは著しく増加する
。これを実現する方法は、参考として内容が本明細書に取り入れられている上記の英国特
許第２４４７４９５号公報に更に詳細に説明されている。
【００３１】
　本実施形態において、ヒートシンクの基部２は、電球を支持する主シャシを更に形成し
、これにより多くの製造組み立て上の利点が得られる。本実施形態において、基部２の溝
１３（図１に更に明瞭に示される）は、任意の構造又は形状を有する光透過性電球又は半
透過性電球２２を機械的に支持するために使用される。これにより、すべての部品は基部
２の中及び基部２の上方に密封されることになる。本実施形態において、基部２の下方に
配置された絶縁性封入容器２３は、電子回路１４又は追加の電子回路又はプリント回路基
板のすべて又は一部を収納する。電球は、電球を外部取り付け具に機械的に且つ／又は電
気的に装着するための取り付け用キャップ２５を更に有する。
【００３２】
　要するに、図４に示される例の電球を全般的に説明すると、光源はどのような技術に基
づくものであってもよい。図示される構造では、ＬＥＤのアレイから広角照明を実現する
ように、複数のＬＥＤ１７は電球２２の内側に広がるように配置される。最適の効率及び
寿命を実現するために、ＬＥＤアレイ細片１８はヒートシンクの塔形部分１に機械的に固
定され且つ熱結合される。これにより部品の動作温度は低く保たれるので、ＬＥＤの寿命
は長くなる。ヒートシンクｈの内部に形成された空胴７は、バッテリ８を収納する。バッ
テリ８は、電源が故障したような場合にＬＥＤ照明光を発生するための電力を供給できる
リチウムイオン電池又は何らかの電荷蓄積素子などの任意の種類又は技術のバッテリであ
ってもよい。この新規の構成は、最適な効率を保証し、ランプに必要なスペースを削減す
る。
【００３３】
　図５は、取り付け用キャップ２５の別の構成を示す。この構造の場合、取り付け用キャ
ップ２５（１つ以上の部品を有する）が図５に示されるようなソケット形取り付け具２７
に結合された場合に一次冷却又は補助冷却を行うために外部への熱伝導を実現するように
、取り付け用キャップ２５は、基部２を介してヒートシンクの塔形部分１に更に熱結合さ
れる。ソケット形取り付け具２７は、熱伝導及び熱消散を可能にする何らかの熱伝導性材
料から形成され、熱放射表面積を拡大するための冷却フィン２８又はそれに類似する装置
により、熱伝導及び熱消散が促進される。ソケット形取り付け具２７は２つ以上の部品か
ら構成されてもよいが、モノリシック構成の実施形態では一体の構造であってもよく、そ
の場合、ソケット形取り付け具２７及び冷却フィン２８は同一の押し出し成形部材である
。
【００３４】
　ヒートシンクｈの全体の大きさ及び価格を最小限に抑え且つ／又はヒートシンクの基部
２に配置される冷却要素５を必要最小限に抑えるために、機械的固定及び／又は電気的接
続と熱伝導を一体化することにより、ヒートシンクｈから照明器具を介して熱を伝達させ
ることも可能である。
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【００３５】
　取り付け用キャップ２５は、それと係合するソケット形取り付け具２７と共に、どのよ
うな種類、大きさ、形状又は構造であってもよい。例えば、図５に示される実施形態では
、取り付け用キャップ２５の係合突起３０と、この係合突起３０を受け入れるソケット形
取り付け具２７の凹部３１とを特徴とする差し込み型キャップにより、取り付け用キャッ
プ２５とソケット形取り付け具２７は機械的に結合される。単なる一例ではあるが、図５
に示されるように、取り付け用キャップ２５がソケット形取り付け具２７と係合された場
合、プリント回路基板２４から取り付け用キャップ２５の端子３３に至る電気接続線３２
は、電源からの電力を受け取るための線路３４への電気的接続を可能にする。
【００３６】
　図２の場合と同様に、バッテリ８及び回路基板２４上の電子回路をヒートシンクｈから
電気的に絶縁するために（主に安全上の理由による）、空胴７の内壁に電気絶縁層１９が
配置される。図５に示されるように、本実施形態において、電気絶縁層１９はバッテリ８
を空胴７の中に封入する。
【００３７】
　図６は、ヒートシンクｈの更なる実施形態を（横断面で）示す。この場合、ヒートシン
クｈは、細片１８に配置された光源として複数のＬＥＤ１７を利用する細長い電球管で使
用することを目的として構成されている。光源１７は、電源又は外部バッテリなどの外部
電源から及び／又は内部バッテリ７からの電力を使用して照明光を発生する。図６に示さ
れるように、光源が直接接着されているか又は細片１８を介して間接的に装着されている
ヒートシンクｈの１つ以上の空胴７の中にバッテリ８の一部又は全体が収納される。
【００３８】
　図６に示されるように、ヒートシンクｈの本体３５の長さに沿った複数の場所で本体３
５に装着されるか又は本体３５と一体に形成される１つ以上の冷却装置３６（冷却フィン
など）が配置される。先に説明した他の実施形態と同様に、内部空胴７（又はヒートシン
クｈの別の空胴）は、他の電子回路又はプリント回路基板のような他の電気素子のすべて
又は一部を収納するために更に使用されてもよい。
【００３９】
　以上説明した照明装置は独立して使用可能であるが、他の照明装置と組み合わせて使用
されてもよい。例えば、上述の照明装置は、従来の照明器具に差し込み接続され且つ従来
の電球を接続して、照明器具から電源電力を受け取れるようにするアタッチメントを有す
るインラインアダプタとして構成されることも可能だろう。電源故障の場合、インライン
アダプタは、局所バッテリにより給電される緊急時照明に切り替わる。
【００４０】
　以上、ランプ、照明器具、照明装置又はその補助装置の中の複数の発光体を冷却するた
めの熱伝導性ヒートシンクを説明した。ヒートシンクは、電子制御回路及び／又は光源に
電力を供給可能な１つ以上の電池、バッテリ又は他の電荷蓄積素子を収納する１つ以上の
穴、凹部、区画室、チャンバ又は内部空胴を有する。内部空胴は、電子回路又は電気素子
のすべて又は一部を配置するためのスペースを更に形成する。ヒートシンクは、熱伝導作
用を実現すると共に、ランプ、照明器具又は照明装置の１つ以上の部品を支持するシャシ
又はホルダとしても機能する。冷却要素はどのような大きさ、構造又は材料であってもよ
く、ヒートシンクは、任意の形状、構造、構成又は材料の部品を１つ以上有する。
【００４１】
　更なる実施形態において、ヒートシンクｈは導電性であり、ヒートシンク内部に実装さ
れた回路基板２４の回路１４に電気的に接続される。例えば、回路１４が遠隔装置（ユー
ザが操作する遠隔制御スイッチ又はユーザのＷｉＦｉ通信網のアクセスポイントを介する
ユーザのコンピュータデバイスなど）と無線通信する通信回路を含む場合、この構成は特
に大きな利点を有する。この場合、ヒートシンクは通信回路１４のアンテナとして動作で
きる。例えば、回路１４へ送信される信号は、照明装置により発生される光の輝度を調整
するために使用される。回路１４は電源故障が起こったことを検出できるので、回路１４
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は、データロギング又は他の制御目的のために、この情報を遠隔装置へ送信するように構
成されてもよい。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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